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內容摘要：

在全球經貿環境變化下，產業結構走向國際分工，跨國經濟活動深化，企業的競爭策略亦隨環境快速變化，政府在產業的創新研發策略中，也必須調整相關的作法，才能夠協助業者在產業結構改變的環境下，經由技術、產品設計創新以快速反應市場需求的積極目標。
本次赴美實習計畫於七月一日啟程赴美國展開為期一個月的實習計畫，先後在美西的洛杉磯、聖荷西、舊金山三個城市參訪。參訪實習機構係配合在聖荷西、舊金山舉行的SEMICON WEST 2002 研討會行程，以及洛杉磯的南加大、UCLA等技術移轉單位參訪，參訪部門包括學術界、產業界及政府部門等。心得報告中對於美國產業創新研發作法上歸納出「美國研發制度面政策措施」、「美國研發誘因面政策措施」、「美國協助業界開發技術作法」、「美國大專院校創新研究與技術移轉作法」等相關心得，「美西半導體設備暨材料展 (SEMICON WEST 2002)參訪心得」則整理研討會參與心得，計畫參訪見聞對於日後業務推動均具有正面效益。
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壹、實習目的

在全球經貿環境變化下，產業結構走向國際分工，跨國經濟活動深化，企業的競爭策略亦隨環境快速變化，政府在產業的創新研發策略中，也必須調整相關的作法，才能夠協助業者在產業結構改變的環境下，經由技術、產品設計創新以及供應鏈管理，達成快速反應市場需求的積極目標。我國產業技術研發在經濟部分工時係由技術處透過法人科專、業界科專、學界科專等機制，使國內製造業能朝向技術密集產業發展。基於「資源有限，需求無限」之因素，如何運用最少的政府資源發揮最大的產業效益一直是政府努力的方向，如何透過國家創新系統的運作，使我國產業創新體系更為成熟，也是各部門積極努力的方向。

筆者自交通部調任經濟部後，職司經濟部產業科技研究發展企劃與績效考評相關業務，日常工作雖然繁瑣，但是，仍然必須時常吸收新知，以促使我國產業科技朝向創新發展，因此，在國內訓練上，筆者積極參與各項產業科技相關之研討會，並透過委辦台經院之研究計畫，每年於八月間辦理我國產業科技競爭力國際研討會，另外，也經過考試錄取至國立台北大學就讀企管所EMBA；惟在國外研發環境與機構之參訪訓練機會上較少著墨，爰提列計畫需求嘗試申請國合處主辦之「九十一年聯合技術協助訓練計畫」審查與甄試，期能透過參訪計畫實地了解美國政府、民間組織與企業在產業創新研發的創新作法，除了有助於筆者日後在研擬產業技術策略之能力提升外，亦能落實古人「讀萬卷書，行萬里路」之名言，實地了解美國研發環境之現況與未來發展。

筆者所提報赴美實習「全球經貿環境變化下的產業創新研發思維與具體作法」計畫，於國合處審查後原列為備取項目，經外語測驗後得以僥倖入選。筆者於行程安排過程中陸續以電子郵件與美國大學教授、產業界、政府部門聯繫次數達百封以上，聯繫過程之中發現，美國大學教授對於國外參訪較具有親和力，但在美國產業界與公司聯繫的過程則較不順利，常常是發出參訪意願mail後石沉大海或是回覆婉拒意見，所以最後參訪行程以美國加州大學居多，再佐以美西半導體設備暨材料展 (SEMICON WEST 2002)之行程，於七月一日啟程赴美國展開為期一個月的實習計畫。在美參訪實習城市先後在美國加州的洛杉磯、聖荷西、舊金山三個城市參訪，參訪實習機構包括SEMICON WEST 2002 研討會行程，以及洛杉磯的南加大、UCLA等技轉單位，商務部MDBA與舊金山市政府商務部門，產業界的BEA、INTEL公司研究人員等。各機構均有其特色，參訪見聞心得將有助於日後業務推動。
貳、實習行程

	日期及地點
	參訪單位或行程
	行程及參訪內容概要

	7/1洛杉磯
	搭機直飛洛杉磯
	啟程搭機赴洛杉磯。

	7/2洛杉磯
	駐洛杉磯台北經濟文化辦事處商務組（Commercial Division, Taipei Economic and Cultural Office in Los Angeles）
	聯繫駐洛杉磯台北經濟文化辦事處商務組袁鴻麟商務人員，了解洛杉磯交通狀況、並說明在美國期間參訪行程，以及交換工作經驗等。

	7/3洛杉磯
	南加大整合媒體系統中心

Integrated Media Systems Center, USC
	拜訪南加大整合媒體系統中心主任Ulrich Neumann及Isaac Maya，了解該中心在多媒體技術研發現況，以及研發技術如何技術移轉至產業界。

	7/4洛杉磯
	美國國慶-獨立紀念日
	獨立紀念日

	7/5洛杉磯
	南加大國際事務組International Offic, USC
	拜訪南加大國際事務辦公室主任John Windler，了解該辦公室作業方式以及學校有關於國際事務推動策略。

	7/6.7洛杉磯
	週六、日
	假日

	7/8洛杉磯
	南加大技術合約與認證管理中心Contract & Grant Administration, USC
	拜訪南加大技術合約與認證管理中心主任Irene Andreadis，以了解該中心在技術移轉時對於合約關管理的原則，以及產業技術移轉時所需注意的事項。

	7/9洛杉磯
	加州大學洛杉磯分校

研究發展辦公室Corporate, Foundation and Research Relations Office, UCLA
	參訪加州大學洛杉磯分校，對於該校研究發展成果如何轉移至公司、研究單位等具體做法進行了解，並與該中心辦公室主任Andrew Neighbour，計畫聯絡人Lohman Wendy進行意見交流。

	7/10洛杉磯
	南加大技術授權中心Office of Technology Licensing, USC
	參訪南加大技術授權中心，並與該中心研究員Melody Yang意見交流，對於技術授權中心的運作有進一步的了解。

	7/11洛杉磯
	南加大工程技術移轉中心Engineering Technology Transfer Center, USC
	參訪南加大工程技術移轉中心，並與該中心主任Ken Dozier意見交流，以對於工程智慧財產權的維護與創造、加值、流通有深入的體驗。

	7/12洛杉磯
	加州大學洛杉磯分校學院技術服務中心

Academic Technology Services, UCLA
	參訪加州大學洛杉磯分校學院技術服務中心，並與該校數學系教授Joanne Fife交換意見，除見識到該中心在多媒體技術的成果外，也對於UCLA的產學合作體系進行了解。

	7/13.14

洛杉磯
	週六、日
	假日

	7/15舊金山
	加州大學洛杉磯分校智慧財產權管理中心The Office of Intellectual Property Administration (OIPA), UCLA
	參訪加州大學洛杉磯分校智慧財產權管理中心，並與該中心研究員Manak Rita交換智慧財產權管理意見，以獲得美方在智財權管理的經驗交流，下午搭美國航空國內線至舊金山。

	7/16舊金山
	Monte Jade Science & Technology Association
	與來自台灣之英特爾公司加州研發部門工程師Ming-Jieh Huang討教該公司在矽谷的研發現況，以及華人在矽谷半導體產業的角色。

	7/17聖荷西
	SEMICON West 2002

San Jose
	參加半導體產業於聖荷西舉辦之半導體封裝、測試等技術之年度研討會展示會場。

	7/18舊金山


	SEMICON West 2002

San Jose
	參加半導體產業於聖荷西舉辦之半導體封裝、測試等技術之年度研討會展示會場，下午回舊金山。

	7/19舊金山
	SEMICON West 2002

San Francisco-How to successfully Manage new product Introduction
	參加於舊金山舉辦之半導體產業研討會訓練課程-新產品引進與管理策略。

	7/20舊金山
	SEMICON West 2002

San Francisco- How to successfully Manage new product Introduction
	參加於舊金山舉辦之半導體產業研討會訓練課程-新產品引進與管理策略。

	7/21舊金山
	週日
	假日

	7/22舊金山
	SEMICON West 2002

San Francisco Moscone Center
	參加半導體產業於舊金山舉辦之半導體晶圓製造技術展示之年度研討會。

	7/23舊金山
	SEMICON West 2002

San Francisco Moscone Center- Forecasting Techniques for the SEM Industry
	參加半導體產業於舊金山舉辦之半導體晶圓製造技術展示之年度研討會及SEM技術預測課程。

	7/24舊金山
	SEMICON West 2002

San Francisco-Technology Roadmap for Semiconductors (ITRS) Conference
	參加半導體產業於舊金山舉辦之半導體晶圓製造技術展示之年度研討會及半導體技術發展圖譜研討會。

	7/25舊金山
	美國商業部所屬之少數族裔企業發展局舊金山分部（MDBA Regional Office）與BEA公司舊金山分部
	參訪美國商業部所屬之少數族裔企業發展局舊金山分部與BEA公司舊金山分部。

	7/26舊金山
	SEMICON West 2002

電子化分析研討E-diagnostics workshop
	參加半導體產業於舊金山舉辦電子化分析研討會。

	7/27.28

舊金山
	週六、日
	假日

	7/29舊金山
	舊金山市長辦公室商務部辦公室City of San Francisco, International Trade and commerce department
	參訪舊金山市長辦公室商務部辦公室，並與該辦公室主任Mark Chandler意見交流。 

	7/30飛機上
	回程由舊金山機場回台北
	回程

	7/31台北
	回到台北
	回程


參、參訪實習所見心得

此次參訪實習主要以美國產業界研究發展現況為主，並透過研討會的參加，輔助了解全球半導體產業發展最新狀況。綜合參訪各單位所見特色及心得可分「美國與產業創新研發作法參訪心得」及「美西半導體設備暨材料展 (SEMICON WEST 2002)參訪心得」兩大部分，茲分述如下：

一、美國產業創新研發作法參訪心得：


本次參訪美國加州大學洛杉磯分校及南加大等學校技術移轉單位，瞭解美國大學在產業技術中所扮演的角色，以及產業創新研發體系的運作情形，其中在南加大的整合媒體系統中心及工程技術移轉中心的參訪中，得知該二單位與我國資策會有一合作計畫正在推動，期能運用美國研發能量協助台灣資訊產業發展技術圖譜（Technology Roadmap），在聖荷西與舊金山參訪的Intel、BEA公司研究人員、美西半導體設備暨材料展 (SEMICON WEST 2002)等參展人員訪談中，亦陸續與產業界人士就美國產業創新研發作法以及產業界在九一一後的發展蒐集美國研究發展的資料和進行訪談，因此，在美國產業創新研發作法上歸納出「美國研發制度面政策措施」、「美國研發誘因面政策措施」、「美國協助業界開發技術作法」、「美國大專院校創新研究與技術移轉作法」相關心得，分別整理如下：

(一) 美國研發制度面政策措施

美國的產業技術政策，特別在技術研發活動方面，是由政府相關部會設立個別的實驗室來進行研發，技術發展與技術商品化同時為國家經濟活力的刺激因素。早期的美國由於經濟具有相當強勁的競爭力，美國政府技術研究政策並未考量產業的需求，反倒是基於環境及公共安全理由，管制商業團體的研發。因此政府體制內的實驗室系統，均以達成聯邦政府的任務為主。但是，隨著產業界面臨與日俱增的國際競爭時，政府與產業界研發活動的疏離關係逐趨轉變，1980年美國制定拜杜爾專利和商標法(The Bayh-Dole Act)和史蒂文生－魏德勒技術創新法(The Stevenson-Wyler Technology Innovation Act)後，才開始鼓勵政府實驗室將研發成果移轉給民間部門。1982年的小規模企業創新發展法（SBIR Act）公佈後，美國國會才真正開始對聯邦政府與產業合作發展技術的觀念產生興趣。

其後，1986年的聯邦技術移轉法(The Federal Technology Transfer Act of 1986) 是前述法案的修正法，其為促進技術的移轉，並推動技術商品化的獎勵措施。該法允許國有國營(GOGO)的實驗室與外在任何機構簽訂合作研究協定時(cooperative research and development agreement，CRADAs)，合作對象不再限於小規模企業和非營利事業，但實驗室只提供既有的設施和資源，而不再出資贊助。科技普及法令(Facilitating Access to Science and Technology)更授與實驗室主管處理CRADAs專利權的歸屬問題。1989年的國家競爭力技術移轉法案(The National Competitiveness Technology Transfer Act of 1989)中，國會也同意政府實驗室可對外不公開有關研發技術的資訊，而合作的業者可享有五年的研發成果專利。國有民營事業可按此法從事CRADAs，但實驗室與業者的合作聲明和正式協議都需先取得贊助部會的同意才可進行。

而在產業的技術移轉方面，包括技術授權(technology licensing)、接受委託、研究人員交流、公開發表、設施的使用、協助創業、諮商協定(consulting arrangements)、與大學互動(university interaction)、和成立非CRADAs的合作協定等。但在國會一連串的立法推動下，各實驗室不僅各自建立自己的研究和技術應用辦公室(Office of Research and Technology Applications，ORTA)，也可加入政府實驗室主導的共同研發計畫、獲得合作廠商的專屬授權(exclusive rights)權力、和成立風險基金以協助商業化實驗室技術之創業投資，而且獲得與廠商簽定CRADAs的權力。

研究和發展協定方式進行的研發活動開始展現成效，有興趣的廠商可以成本分攤方式加入。合作研究和發展協定方式展現成效的原因是：（一）1989年因國家競爭技術移轉法(the National Competitiveness Technology Transfer Act)通過，國有民營的政府實驗室也可從事CRADAs。CRADAs有明確的立法授權、可彈性處理專利權、且研發的技術與相關資料可獲五年的保障；除此之外，實驗室可提供核心技術和設備供業者進一步使用，對業界產生相當大的吸引力。（二）行政當局和國會積極地推動與鼓勵聯邦研發的技術和實驗室技術成果的移轉。（三）企業界的積極參與。（四）聯邦合作研發計畫基金的成立。

在美國聯邦政府推動的產業技術發展計畫中，大致有下列幾項：（1）商業部的先進技術計畫（the Advanced Technology Program, ATP），（2）國防部的製造技術計畫（Manufacturing Technology Program）、技術再投資計畫（Technology Reinvestment Project, TRP）、海洋技術計畫（MARITECH）、和半導體製造技術共同研發（Semiconductor Manufacturing Consortium, SEMATECH），（3）交通部的智慧型高速公路系統（Intelligent Vehicle Highway Systems）、全國磁浮計畫（National Magnetic Levitation Initiative）、先進公共運輸系統（Advanced Public Transportation Systems）和大學運輸中心（University Transportation Center Program），（4）國家科學基金會的產業和大學合作研究中心（Industry/University Cooperative Research Centers）、州、產業和大學合作研究中心（State/Industry University Cooperative Research Centers）、材料研究科學和工程中心（Materials Research Science and Engineering Centers）和科技中心（Science and Technology Centers），（5）小企業技術移轉計畫（Small Business Technology Transfer, STTR）是跨國防部、能源部、衛生署、航太總署和國家科學基金會，（6）農業部和勞工部則未參與支援產業技術發展計畫。協助解決產業問題的單位有農業部的推廣服務，商業部的製造技術中心，國防部的技術再投資計畫，能源部的小企業國防計畫、能源推廣服務，州與聯邦化石能源合作，勞工部的人力資源評估、學習共同研究、人力發展和產業現代化，航太總署的區域技術移轉中心。

（二）美國研發誘因面政策措施
1.補助金

美國政府的合作開發型研發計畫大抵由聯邦政府提出構想，而民間企業選擇參與，民間企業之所以願意參與相關的計畫，是因藉著學習過程，民間企業可學習技術研發方法，也可累積研發知識與技巧。一般而言，企業參與聯邦政府的共同研發計畫時，會採取委託契約方式，而這種契約又大致可分為(成本加固定報酬)契約，和(成本加獎勵性報酬)契約兩種，後者是指當企業致力於降低成本時，額外再給予的獎勵性報酬。

民間企業除了透過聯邦政府的委託計畫，獲得研發經費之外，民間企業本身也可以進行獨立的研發活動。而根據「獨立研究開發制度」(Independent Research and development)，國防部等委託計畫的部會可允許將所訂契約中一定比例的金額轉用於簽約企業，以協助該企業進行獨立性研發。聯邦政府贊助此一制度的目的有三，一為促進國防、軍事或宇宙相關的劃時代系統、設備和新知的研發，並創造新環境；二為確保簽約企業保有技術的領先優勢，以勝任政府託付研究所需的技術；三是協助簽約企業財務穩定，以確保其具備產品開發的能力。

獨立研究開發制度所獲經費約占聯邦研發經費的4~6%，鑑於美國聯邦政府的研發經費相當龐大，既使獨立研究開發制度所占比重甚低，其金額已不算太少，對美國產業，特別是以國防科技為主的高科技產業，在推動技術研發上貢獻頗大。另外，在SBIR制度中，聯邦政府也自研發預算中，提供一定比率的金額作為小規模企業技術研發活動之贊助金或契約金。根據規定，以發展尖端科技為主的小規模企業，可直接向聯邦各部會提出研究計畫，而聯邦各部會也得以從相互競爭的計畫案中，挑選合適的合作對象。該制度是藉著獎勵，以促進技術創新，同時使民間企業能參與政府的技術研發計畫，並加速研究成果的商品化與應用。 
2.租稅減免措施

依據美國國內歲入稅法第174章規定，准許企業將該年度之「研究及實驗費」(Research and Experiment，R&E)，自租稅中扣除。另針對利潤少或甚至無利潤的技術研發活動，其所需的研發費用，准許分五年以上期間攤銷。這種租稅優惠措施，乃因投入的技術研發經費，屬於知識性投資，而非資本性投資，且具備累積性與外部性效果。
另外，「1981年經濟重建稅法」中，又將租稅減免對象層面擴大，包括：一、企業所支付的研究人員人事費、材料費、電腦設備、實驗設備及其他設備使用費等。二、企業所支付的委託研究費的65%。三、財團法人進行研發活動時，若與大學或特定研究機構進行基礎研究時，其經費的65%給予租稅抵減的優惠。此外，該法也規定研發設備可適用加速費用回收制度(ACRS)，以降低研發成本負擔。
其他扶植與振興美國尖端科技產業的租稅優惠及獎勵措施尚包括下列：一、中小企業之財團法人可獲所得稅的減免優惠。二、低資本利得(Capital Gain)稅率。資本利得之減稅對既存尖端科技企業的資產淨值與創投資本之投資具有較大的影響力，可鼓勵尖端科技的投資。三、員工持股(Stock Option)給予租稅減免的優惠措施。四、針對增額研究經費支出也給予特別的租稅抵減優惠待遇等。
3. 專利權政策
利用聯邦政府的資金研發，所發明的專利，原則上政府可保有該發明的專利權，然後以排外性授權(exclusive license)或非排外性授權(nonexclusive license)方式移轉給民間企業。但通常在取得排外性授權後，民間企業方會有意願著手實用化、商品化的投資，因此若將政府研發成果的法律上權利交付研發合作對象，將有助於技術商品化的開發。為此，美國國會修正條文，將合作契約所產生的專利權歸屬於簽約者(限於小規模企業、大學或非營利機構)。此外，為促進民間經營的政府實驗室(GOCOs；government-owned and contractor-operated laboratories)將技術移轉給民間企業或其他部會，允許GOCOs自行決定專利許可(patent license)之交付對象；允許大學、非營利機構或GOCOs(限由小規模企業經營者)保有研發所產生的專利權；同時也允許簽約者領取由該項研發的商品化所得到的專利權權利金；專利權的權利金可支付研發人的獎金及教育費用；此外規定，大企業在專利有效期間18年中，只能獨享五年專利，以加速技術的擴散。
（三）美國政府協助業界開發技術作法摘要
1.先進技術計畫（ATP）做法
先進技術計畫是1988年綜合貿易和競爭力法案中授權的一部份，自1989年獲得國會撥款開始運作，它直接贊助單一或多家廠商發展實驗室原型產品和証實技術成功的可能性，以期達成法定任務。但先進技術計畫不是以發展商品化原型產品和証實商品化成功的可能性為目標，而且也不能直接贊助大學、政府單位、和非營利獨立研究機構，但允許承接贊助廠商轉發包給上述非營利單位。對於單一廠商的贊助金額上限為2百萬美元和期限為3年內，NIST不支付間接成本，小型廠商可不分攤直接成本，大型廠商必須分攤至少60%的總成本；對於合資公司（industry-led joint ventures）的贊助沒有金額的上限和期限為5年內，NIST分攤最多50%的成本。而所謂合資公司是指兩家以上廠商的參與，且由廠商主導一切計畫。上述廠商必須分攤的成本，不可用其他獲得的政府經費來取代，轉包商的支出也不可計入承包商的分攤成本要求之中。

先進技術計畫研究方向的形成，主要是依賴業者的建議，其主要來源有個人公司、公會、專業團體、大學、聯邦實驗室、和資深業界技術與商業管理人員。若有許多業者對某一特定研究方向有興趣，ATP則主持一公共研究講習會，請有興趣者共同一起研討，以進一步使該研究概念與方向更為明確。ATP也會針對以往申請計畫書，做一詳細的分析，以供計畫形成參考之用，同時ATP也隨時歡迎各界提出新建議。

先進技術計畫的管考大致上有下列幾項：（1）廠商在接受第一次NIST的ATP贊助前，必須先通過獨立合格的公共會計師評估其會計與內部控制系統，而合資機構必須先到司法部或聯邦貿易委員會註冊；（2）商業部的總檢查課（Office of Inspector General）對於研究設備與人員薪資等直接成本和行政與運作維修設備等間接成本之核銷做定期檢查；（3）要接受每兩年至少一次的總審查，對於二至四年計畫審查訂於第一年之後和計畫結束前，對於五年計畫審查訂於第一年、第三年、和計畫結束前，至於審查所產生的支出可列為直接成本報銷，審查對象包括主要計畫執行者和所有計畫轉包執行者；（4）根據每季進度報告和年度面談評估廠商執行該計畫的情形。ATP不僅要記錄下各計畫在不同階段的成果，更要評估ATP的運作效率，和測量各計畫之長期經濟衝擊。

先進技術計畫的管理者也增加幾種新作法來強化其工作，第一是扮演主動的角色來支援業界、學界、和政府單位成立合作計畫，ATP因資訊較充分，故可撮合不同單位合資或策略聯盟，以期增加計畫的成功性。第二是協助有興趣在未來將研發成果商品化的業者作商業計畫和配對投資者，因為許多申請ATP的小公司強於研發計畫而弱於商業計畫，這也降低其獲得ATP贊助的機會。第三是加強推廣ATP，透過與州和地方經濟發展組織合作，讓更多的小公司知道有此先進技術計畫。

2.製造推廣合夥計畫（MEP）做法

製造技術推廣合夥計畫（The Manufacturing Extension Partnership, MEP）是商業部在1993年將製造技術中心計畫（The Manufacturing Technology Centers Program, MTC）和州立技術推廣計畫（The State Technology Extension Program, STEP）合併而成立，MTC和STEP就像ATP一樣，都是依1988年綜合貿易和競爭力法案（The Omnibus Trade and Competitiveness）授權而成立。民主與共和兩黨都希望透過MEP強化民間產業基礎與建立區域製造技術中心，期望能夠對提升美國產業和技術競爭力有所幫助。
製造技術中心計畫可以說是製造技術推廣合夥計畫的核心，其主要工作是提供展示、技術推廣、主動移轉先進和適當的製造實務作法給中小企業。其活動類型包括商業系統管理、品質監控、市場發展、人力資源、產品設計發展、電腦輔助、和自動化等，但不從事任何研究工作。通常製造技術中心是由州和聯邦所共同贊助，而由非營利機構來負責運作，如州技術中心，至於任何新技術中心之成立都需獲得商業部國家標準和技術院（NIST）的許可。NIST在1989至1991年間贊助製造技術中心每年運作資金和年維修費用總額的一半為上限，其餘費用來自州與地方的贊助和收取服務費，1992年贊助金降為總費用的百分之四十為上限，1993至1994年間贊助金降為總費用的三分之一為上限，由於製造技術中心所收取的服務費仍不足以自立，國會同意繼續贊助三分之一的費用。

MEP對於美國中小企業所提供的綜合性服務，就是透過協助解決生產方面的問題，改善產品的品質和降低成本，鼓勵廠商採取現代化的製造技術和管理技巧，使業者變成更節省與更有效率。但是許多美國的小型企業只有生產日常平凡的用品，只有透過MEP目前所提供的綜合性服務，並不能解決逐日增加的競爭壓力。所以MEP必須針對特殊產品、處理程序和商業策略等方面，來協助小型企業發展他們這方面的能力。為了達成此目標，MEP必須對職員的需求做調整，而且需要與研究發展中心、金融與市場行銷專家保持密切的關聯。MEP也應該積極的推動廠商與產業彼此之間的互相合作，以加速資訊的散播，使業者共同合作解決問題、產品發展和市場行銷。

3.技術再投資計畫（TRP）做法

技術再投資計畫（Technology Reinvestment Project, TRP）是在1993年國防轉型、再投資和過渡協助法案（The Defense Conversion, Reinvestment, and Transition Assistance Act of 1993）授權下，由國防部先進研究計畫機構，能源部的國防計畫機構，商業部的國家標準和技術院、國家科學基金會、航太總署、和交通部所共同合作執行的計畫，而此計畫的行政管理是由國防部先進研究計畫機構（ARPA）和國防部技術轉型委員會（The Defense Technology Conversion Council）共同負責，計畫的運作經費是由國會撥給ARPA，再由其分配給其他共同合作的成員。

TRP運作的三個主要方向是技術發展、技術擴散和製造技術之教育與訓練，其兩大特色是（1）依不同計畫要求其資金來源除聯邦基金外，必須要有相配合的州、產業、和大學之非聯邦資金來源；（2）強烈傾向贊助合作組織，較反對贊助個別公司。
4.半導體製造技術產業聯盟計畫（SEMATECH）做法

自1975年開始，美國就不斷的喪失在半導體和半導體製造設備之國際市場給日本，1985年國防部研究發現半導體產業發展趨勢對國家技術領導權和國防能力有不利的衝擊，政府必須對此問題採取行動。這時半導體產業協會（the Semiconductor Industry Association）在1986年9月成立任務小組，進行推動設立半導體製造技術產業聯盟(Semiconductor Manufacturing Consortium， SEMATECH)的定位、目標和組織架構的工作，在1987年3月14個會員廠商於加州聖塔克雷拉（Santa Clara， California）正式成立SEMATECH，然而從1988年1月起SEMATECH將其永久會址改設在德州奧斯汀（Austin， Texas）。SEMATECH設定的三個任務是研發先進半導體製造技術、測試所生產的設備技術於生產線上和發展一新製造方法可將新技術用來生產各種不同的微電子產品。

德州奧斯汀能在12個競爭對手城市中脫穎而出，主要是德州政府透過在奧斯汀的德州大學，提出了下列優惠條件：（1）提供奧斯汀東南方一46英畝的場所，並包括有五層辦公大樓和倉庫；（2）翻新和裝璜辦公大樓；（3）建立一中央水電等設施之控制大樓；（4）翻修倉庫成為半導體製造場所；（5）支付保險費和第一年建設公債的利息。此外德州政府提供電力設備、水電和交通，並提撥建設和發展費。SEMATECH在1988年4月搬入德州奧斯汀，同年5月和德州大學簽訂20年合作契約，從1989年1月開始生效。SEMATECH當時的三階段研發計畫是在1988年開發0.8微米(micron)製造技術，1989年開發0.5微米製造技術，1990年開發0.35微米製程技術。

  SEMATECH成立的會員有十四家，分別是：AT&T Microelectronics、Motorola、Advanced Micro Devices、NCR（退出）、International Busness Machines、National Semiconductor（1998年退出）、Digital Equipment（被Compaq Computer併購並決定於1999年退出）、Rockwell International、Hewlett-Packard、Texas Instruments、Intel、LSI Logic (1992年退出)、Micron Technology (1992年退出)、Harris Semiconductor (1993年退出)。其中AT&T Microelectronics和International Busness Machines因為公司大，同時對使用半導體和電子設備之需求也大，故對SEMATECH之發展走向有很大的影響力。但是就投票權來看，每一會員在董事會都只擁有一票，故大公司和小公司在立足點上是平等的。

SEMATECH 的工作方式有兩大方向，一是集中精力在包容性和前瞻性的生產方式的研發，如此一來合作研發對所有會員都有幫助；二是將製造更好設備的工作，轉包給半導體設備製造商，如此可建立一堅強的國內供給，也可強化設備製造商和半導體製造商間的垂直關聯。
5.小企業創新研究計畫（SBIR）做法

早在1977年由國家科學基金會所推動的小企業創新研究計畫，因為表現突出，加上聯邦政府研發採購政策、資本市場籌資、創新報酬的掌控均不利於中小企業，故1982年國會通過小企業創新發展法（The Small Business Innovation Development Act of 1982）表示支持此計畫，並要求年度委外研發經費在一億美元以上之部會，使用外部預算撥款贊助SBIR計畫，SBIR所設定的主要目標有四，分別是：（1）刺激技術創新，（2）鼓勵小企業配合聯邦的研發工作，（3）協助和鼓勵少數民族和殘障人士從事技術創新，（4）加速民間企業將聯邦的研發成果進一步開發為商業化產品。

 SBIR的運作方式是由各部會自行負責，但都遵循小企業處（Small Business Administration）和相關法律之規範。小企業處是美國一獨立機構，負責監督與協調政府部門有關小企業之政策和計畫、並定期向國會報告與分析所有的SBIR計畫，但並不負責任何SBIR主題的選擇與贊助金的發放。

 SBIR計畫一共分成三個階段補助廠商，第一個階段考量計畫在科學、技術、與商業上的價值和研究的可行性，同時也考量申請者在研發工作上的努力及表現。此階段的最大研發期限是六個月，凡是符合美國公民擁有股權51%以上，且員工不超過500人的美國營利廠商資格者都可申請，贊助金額度是美金十萬元，可用來支付直接成本、間接成本、和協議固定費用。第二階段是延續第一階段的研發成果，也就是通過第一關的申請者才具有資格，此階段的篩選過程是依據前階段的成果、科技價值、和商業潛力來決定，凡是獲選者都必須在兩年之內完成，其獲得贊助的最大額度是75萬美金。第三階段是延續第一和第二階段的研發成果，追求非聯邦基金來贊助成果的商品化，而有些聯邦部會是透過SBIR之研發基金或生產合約等方式來達成。

 同時在SBIR第一階段規定至少三分之二的工作必須是由小企業完成的，第二階段則規定至少二分之一的工作是由小企業所完成。至於執行計畫的最主要的研究人員則必須過半的時間（有些部會甚至要求全職）用於指定計畫，若其在小企業公司以外上班，則必須由原單位提出證明文件。至於計畫研發活動也必須要完全在美國之內完成。

SBIR第一階段的申請書內容規定不得超過25頁，包括封面、摘要、研究計畫、目前受贊助和在審核之情況，以及計畫成本。研究計畫之內容要包含：（1）明述所欲解決的技術問題或追求的機會，（2）技術目標，（3）工作計畫內容必須包括設計、程序、和調查方法，（4）提出過去此計畫相關之研究成果，（5）描述此計畫之未來研發方向，即如何延伸第一階段成果到第二階段研發，（6）潛在的商業應用，（7）薪資限制，（8）顧問之貢獻，（9）設施與設備。

 篩選審核程序有三關，第一關是初步審核以便去除不符合基本要求的計畫書，第二關是由科技委員會進行科技方面的評估，評估要點有五：（1）計畫書的完整性和技術價值佔比重40%，（2）計畫書之主要執行研究員、職員、和顧問的資格佔30%，（3）計畫書的技術創新潛力佔10%，（4）計畫書的商業運用潛力佔10%，和（5）設施與研究環境的適當性佔10%。評審委員依據上述五點，對所有申請書評分和提出建議，並對應該贊助的申請書提出贊助金額和期間等建議。第三關是由SBIR計畫職員再進行審核，其審核要點有：（1）科技委員會的評審結果，（2）與計畫高度相關之領域，（3）平衡各領域之研究，（4）可獲得的資金。通過審核者就可得到聯邦部會之贊助，而未獲通過之計畫書也可在全部審核結束後，申請聽取審核報告。

 計畫之執行必須符合高專業標準，政府檢查員可在任何時間對計畫之進度進行審查，總會計檢察官也可對所有直接相關資料作審查，所有合約下採購之設備和產品必須是美國製的。任何有關合約之爭論由合約官員來做定論，如發現不符之處，合約官員可由通訊和書面方式暫時中止合約之進行，並要求執行者立即改善。若不能在規定時間內完成改善，則合約官員可停止該計畫，並將執行者永遠從申請者中除名。當計畫完成，六本報告書必須在期限內交給合約官員。

未獲得贊助之計畫書之內容是由執行者所擁有，政府能保有所有計畫書之影本，至於內容是否要公開，則由各部會負責資訊自由的官員決定，若資料是屬申請者機密資料，則不對外公開，然而是以評估為目的時，資料是不能有機密性的。對於可公開的資料，各部會不負責持有，也不負責將其公開。當計畫書獲得贊助時，政府則有權利使用或公開其書內資料。
6.小企業技術移轉計畫（STTR）與其他技術移轉做法

 由於小企業創新研究計畫表現良好，在1992年國會通過小企業研究和發展增強法（The Small Business Research and Development Enhancement Act of 1992, PL102-564），該法除了再度對小企業創新研究計畫授權外，也授權各部會執行三年的小企業技術移轉試驗計畫。STTR成立的目的是在1994年至1996年間試驗將SBIR之範圍擴大，使得小企業與研究機構之合作研發更為容易，作法是允許非營利機構和學術研究單位都能主動發起合作事宜，不像SBIR計畫只允許營利廠商來發動。SBIR與STTR計畫後來也都獲得國會的繼續支持，而且贊助金額所佔的比重也有所提高。

小企業技術移轉計畫大致上與小企業創新研究計畫相類似，但仍有下列幾點差別：(1)STTR鼓勵非營利資訊機構、聯邦政府資助之研究發展中心（FFRDCs）和學術研究單位能與小企業合作研發商品化產品，且要求合作項下之工作至少40%是由小企業完成和30%以上是由研究機構完成。SBIR之下小企業完全自己來達成任務，或分包部份工作給其他單位。(2)SBIR對於執行計畫的最主要研究員有嚴格要求，STTR卻沒有此規定，但各部會仍可隨時要求證明該研究人員與計畫關係的證明文件。(3)STTR贊助的第一階段最大期限是一年，而SBIR只有6個月，贊助金額介於6至10萬美金，而STTR卻為75萬美金。STTR在第二階段贊助金額之上限為50萬美金，而SBIR卻為75萬美金。(4)STTR計畫下之創新成果必須在公開之前就送進各部會之外部創新報告辦公室，否則計畫執行者會喪失擁有該創新之權利。(5)STTR之有關智慧財產權之歸屬，由合作雙方自行設定。
針對如何加速STTR在第二階段的研發速度，國防部特別訂定了快速程序（Fast Track process），對於有機會發展出新產品供國防部與其他單位使用，而有利於美國軍事和經濟能力的計劃，國防部將會贊助民間業者在第一與第二階段之間的期間，約三萬至五萬美金。對於該計畫申請第二階段的程序為特別單獨加速處理。對於第二階段快速程序中選取的計畫，國防部的贊助至少是一以一的方式，民間業獲得多少外來投資，國防部就按比例贊助多少金額，但贊助上限是五十萬美金。對於第一次獲得第二階段贊助的民間業者，贊助比例至少是四分之一。國防部採取快速程序的作法，其目的是使民間業者不會在第一階段計畫結束後，因為短缺資金而減緩了研發的速度，並鼓勵業者提早找尋非聯邦資金的投入。
（四）美國大專院校創新研究與技術移轉作法

1. 美國大專院校與產業界研發合作機制
美國大專院校與產業界的關係早在1970年代就開始醞釀，聯邦和州政府就已開始著手推動特定的計畫來鼓勵大專院校與產業界關係的建立。而促成大專院校與產業關係產生的主要原因是過去政府所擁有的研發成果並不普遍為人所知，大專院校受政府贊助研發的成果所有權歸屬政府，使得大專院校內利用研發成果的誘因太低，因此產生了改革的共識與壓力。

在1978年，由國科會（NSF）首先著手推動大專院校與業界研究中心（University-Industry Research Centers, UIRCs）計畫，後來擴展為大專院校與業界合作研究中心（University-Industry Cooperative Research Centers, UICRCs）計畫。另外分別在1984與1987年又成立工程研究中心（Engineering Research Centers, ERC）與科學和技術中心（Science and Technology Centers, STC）計畫。這些計畫的目的均是鼓勵大專院校研究人員與業界和其他機構之間能緊密合作，使大專院校中的研究與教育能符合業界與社會長期的需求。美國各州政府對大專院校與業界合作研究有興趣，並大力支持UICRCs的設立，於是業界的經費支援逐漸成為大專院校研究發展經費的重要來源之一。

  1980年的拜杜爾專利和商標法（Bayh-Dole Act）也就是在大專院校與業界合作研究風氣下產生，此法允許非營利機構保有政府贊助研發所產生的創新專利權，並允許他們將創新市場化與商品化以賺取收入，但是限制適用此法享受專利權的業界是員工500人以內的小型企業。1983年雷根政府公布總統備忘錄延伸拜杜爾專利和商標法適用性，使所有聯邦部會的研發創新都適用此法，但是該法律並未將聯邦部會排除在分配創新成果專利權之外，只是要求聯邦部會必須在特定條件下，才可以享用專利授權。1987年4月總統行政命令12591號要求聯邦各部會推動創新成果的商業化。所以聯邦各部會也將其所擁有的創新，利用專屬授權方式來提高業者使用的誘因。這些改變使得業者的智慧財產權並不會因為參與政府贊助之研究開發，而必須將成果公開與一般業者所共享，對於面臨競爭環境激烈的業者，這項改變無疑是一大鼓勵，使業者有興趣積極的參與政府贊助之研究開發。

由於過去商業部並沒有訂出施行細則，所以聯邦各部會與每個學校的作法各有所不同，一直到1987年商業部才公布了施行細則，其中主要的條款與規定分別如下：（1）除非聯邦部會在贊助研發資金給非營利機構時，就已經先聲明在特定或特殊條件下要保留創新的專利權，否則非營利機構就能夠擁有所有的創新專利權。（2）大專院校與非營利機構在創新者將研發成果以書面向該單位專利人員透露之後的兩個月內，非營利機構必須將此資訊告知贊助研發資金的聯邦部會。（3）大專院校與非營利機構若要保留創新所產生的一切專利權，就必須從透露申請專利資訊給聯邦部會起兩年內，將此意願通知給聯邦部會。接下來有一年的保護期，非營利機構針對落實創新成果之出版、銷售或供公眾使用提出專利的申請。聯邦部會保有修改保留期間長短的權力，但是必須在保留期間到期六十天以前，就提出修改的要求。若非營利機構未依規定揭露發明，或未依規定選擇保留創新所產生的一切專利權，聯邦部會可於得知日起六十天之內，要求非營利機構將其權益轉交給贊助研發資金的聯邦部會。（4）大專院校與非營利機構利用聯邦部會贊助金產生的創新成果，必須提供給聯邦部會一個不可撤銷、權利金已付、非專屬之授權，這種授權又稱為確定授權（confirmatory license）。（5）大專院校與非營利機構必須主動的嘗試將創新商品化，若發生不使用或不合理使用情形，政府單位保留取代非營利機構擁有創新的控制權。政府單位基於衛生或安全理由，可以擁有介入控制創新成果的權利。（6）大專院校與非營利機構在授權使用創新成果的時候，必須優先考慮授權給中小企業。（7）大專院校與非營利機構將創新成果授權給製造業時，他必須確定製造過程大部分是在美國產生。若對該創新成果或利用此創新成果產生之產品未能大部分是在美國境內製造，聯邦部會保有終止契約之權。（8）大專院校與非營利機構必須將部分的專利權所收到的權利金給予發明者。
2.聯邦部會與大專院校執行研發的關係
 聯邦部會對於贊助給大專院校的研究發展支出，採取分權的措施來管理資金的使用，各部會針對計畫的公開、報告和創新授權訂出特殊的要求，其餘行政作業大多是交給非營利機構自行完成。聯邦各部會和商業部並沒有針對拜杜爾專利和商標法所贊助的研究發展計畫，其執行、技術移轉等情況做出詳細的記錄。研究贊助單位大都僅就計畫的特殊要求來審核執行單位，而執行單位是否依據法律執行技術移轉與擴散的任務，這完全看執行單位是否自動執行其責任。
聯邦部會對於贊助給大專院校的研究發展支出，採取分權的措施來管理資金的使用，各部會針對計畫的公開、報告和創新授權訂出特殊的要求，其餘行政作業大多是交給非營利機構自行完成。聯邦各部會和商業部並沒有針對拜杜爾專利和商標法所贊助的研究發展計畫，其執行、技術移轉等情況做出詳細的記錄。研究贊助單位大都僅就計畫的特殊要求來審核執行單位，而執行單位是否依據法律執行技術移轉與擴散的任務，這完全看執行單位是否自動執行其責任。
聯邦各部會方面所關心的只是能夠擁有確定授權，而商業部將所有聯邦部會所擁有的確定授權全部交給商業部專利和商標處（Commerce’s Patent and Trademark Office, PTO），由他們負責將這些資料保存在美國聯邦官方記錄（Government Register）之中，並公開提供給所需要的人。接受研發贊助的單位將研發成果落實後所產生的所有專利權，應該都要向PTO提出保留權利的要求，並將資料送交給PTO，PTO將資料存入專利權資料庫（patent database）。但是商業部所登錄的兩類資料庫資料並不完整且不一致，其中美國聯邦官方記錄因為使用不方便，所以使用率非常差，專利權資料庫使用率則較好一些。在這種情況下，聯邦政府不論在採購或有其他需求時，都無法充分掌握自己所享有的確定授權。因此似乎有必要針對這方面作出標準化與效率化的改善，而且要求聯邦部會與所有相關機構確實的呈報記錄要求的項目。另外衛生部自1995年起，也積極的建立愛迪生（Edison）資料庫系統，以彌補政府贊助非營利機構研究發展成果相關資訊之不足，但是因為參加的聯邦部會只有國科會、農業部、商業部內的國家海洋和大氣局、衛生部的控制與防治中心及食物與藥品局、國務部的國際發展局六個單位，所以登錄的資料並不完整。衛生部對於愛迪生資料庫系統的使用者並不收取費用，以鼓勵更多的聯邦部會加入。
 大專院校與非營利機構方面，在追求利潤的動機下，大部分會針對專利權而設立中央式授權辦公室、非中央式授權辦公室、獨立的授權基金會或將授權轉包給承包商，期望使創新成果能夠充分發揮。非營利機構也擁有自己的出版品、認定創新的形式和要求、資料的紀錄、給聯邦部會的報告、創新的授權和專利權費的分配等作法。但是非營利機構並沒有制定特定的政策，給予中小企業在創新授權方面的優先獲得權。只有對計畫執行之初，就參與贊助的公司，不論其公司大小都可以獲得創新成果的優先授權。
關於大專院校與非營利機構將創新成果授權給製造業時，雖然商業部有規定，非營利機構必須確定製造過程大部分是在美國產生。但是非營利機構除了能在授權協定書中事先加以規範外，他並沒有任何實務上的方法，可以確保該規定能夠達成。
關於大專院校與非營利機構必須將部分的專利權所收到的權利金給予發明者，在這方面的規範是由各機構自行訂定，因此創新者所能收到的專利權權利金差異會很大。差異產生的原因除了各機構做法不同外，也受到創新所能帶來收入高低的影響。專利權權利金分配的主要方法，就是依據創新收入高低區分成幾種規模，對不同規模制定不同的權利金分配比重。
3.執行大專院校與產業界研發合作產生之新問題
 有些人非常歡迎大專院校與產業界建立良好關係，但是有些人擔憂產業界以商業為導向的需求，會使得大專院校的研究與發展被改變成以商業為導向。另一方面也有人擔憂大專院校為了取得合作的利益，不得不妥協將研發成果延緩公佈，這就違背了過去大專院校教授都是迅速將研發成果公開發表，以利於所有研究人員做進一步的研究。
另外在智慧財產權方面，因為大專院校與產業界的合作關係增加，使得可以商業化的創新研發成果增加，引發了專利權與著作權權利金分配的問題，業者也不願意失去可以商業化的智慧財產權權利，因此容易引發彼此之間的關係緊張。雖然大部分的廠商都願意將專利權與合夥的大專院校共同持有，但是他們都會要求擁有一段充分的時間享有專利權的獨家授權，有時候廠商為了目前上市商品或其他因素而不立即使用所獲得的獨家授權。但是大專院校在此方面的考量，就不僅僅是專利權的權利金收入高低而已，他們會考量將研發創新成果充份利用到美國社會，所以通常在專利權獨家授權協定內容中，都會加上附加條款，廠商若是不能夠在一定期間內利用獨家授權，大專院校可以自由的將專利權轉售給其他廠商，以避免廠商籍著獨家授權的優勢而不立即使用該專利權。
在利益衝突方面（conflicts of interest），隨著大專院校與業界合作關係的進展，各校也發現了利益衝突問題的存在，尤其是在財務利益方面是否應該公布，也成為各方爭執的重點，因為一旦公佈財務來源，研究人員的信用可能遭受攻擊，尤其是在研究成果與贊助機構的政策相一致時。但是如何區分研究人員自己的利益與其他利益，以及利益衝突呈現方式的多元化，使得問題非常難以釐清，所以想要透過行政立法或規定的方式來解決此問題將會很困難。聯邦部會雖然有一些關於利益衝突的準則，接受研發贊助的單位必須盡力去建立內部程序，以防止員工、顧問與負責人利用其職位之便謀求私人利益。而且需要明訂（1）所禁止的金錢利益交易、饋贈之禮品、任用之人員的問題；（2）在何種情況下，接受研發贊助單位內人員可為和不可為的外界活動、關係與金錢利益交易；（3）對違反者之處罰與行政措施。
但是將防止利益衝突的責任交給接受研發贊助的學校去防止，也沒有規範學校方面自行制定的利益衝突政策與執行程序。國科會也沒有嚴格要求接受研發贊助的單位注意利益衝突的問題，更要求各單位應遵守下列政策聲明：（1）1964年美國大專院校教授協會與美國教育理事會所聯合採用的「大專院校受政府輔助研究防止利益衝突聲明」（On Preventing Conflicts of Interest in Government-Sponsored Research at University）；（2）1978年美國大專院校教授協會、美國教育理事會與全國州立大專院校協會所發表的「規範大專院校教職員從事受補助研究補償政策原則」（Principles to Govern College and University Compensation Policies for Faculty Engaged in Sponsored Research）。
4.大專院校技術移轉機制
美國大專院校的技術移轉方式包括研究顅問、人員的借調及轉任、技術移轉及授權、利用授權來持有公司的股權、接受廠商的贊助研發、產學研發中心、企業聯絡計畫、技術援助計劃和技術育成中心，各種方式分別介紹如下：
(1)研究顅問
        美國大專院校的教授會透過從事研究顅問，以提供民間企業諮詢的服務。教授們也有機會爭取更多的財力與物力的支援，並提供研究生至企業實習的機會。對民間企業而言，透過此方式可請學者解決特定的技術問題。
(2)人員的借調及轉任
      學校中的研究生、博士後研究人員、教授轉任民間企業也使技術移轉的重要方式之一。美國的研究發展有名的學校，更藉著於民間企業的合作研發計畫，將優秀的學術研究人員借調至民間企業服務。透過借調及轉任的方式，學者成功的將一般技術及前瞻性技術引導至民間企業。
(3)技術移轉及授權
        在拜杜爾專利和商標法通過之前，大專院校創新成果產生的專利權僅在校際間授權使用，因為獲利機會不多而甚少被利用。但拜杜爾法案通過之後，大專院校不僅申請專利權案件大幅增加，而且授權數目也倍數上升，學校內並設立「技術移轉及授權中心」，透過專利權權利金之分配來鼓勵專利授權之進行。
(4)利用授權來持有公司的股權
       對於新興高科技公司不斷產生，若持有這類公司的股份，有可能獲得極佳的股利收入，因此大專院校積極以此方式進行技術移轉，期望藉此機制保留優秀的研究人員，不置於人才外流到民間公司。
(5)接受廠商的贊助研發
      在1980年至1999年間，民間業者贊助大專院校之研發經費比重逐年提高，所佔比重由3.9%上升為7.7%。民間業者大多以研發合約或研發補助方式贊助大專院校，贊助業者可以免費享有大專院校專利權，也可享有蒞臨學校訪查等優惠待遇。
(6)產學研發中心
        大專院校附設的產學研發中心，其中部分經費來自民間業者。產學研發中心研發支出中，基礎研究所佔比重約40%，應用研究佔40%，技術開發佔20%，與1999年大專院校研發經費支出的66.4%、26.2%和7.4%相比，產學研發中心應用研究與技術開發所佔比重高出許多。
(7)企業聯絡計畫
       大專院校針對定期繳交會費之民間業者提供學術研發成果、研究人員及實驗室等資訊服務。並定期邀請會員參加研討會、演說、年會等活動和寄出研究期刊。
(8)技術援助計畫
       大專院校推出以中小企業為服務對象的技術援助計畫，協助業者解決其製造及生產過程中所面臨的問題。大部分技術援助中心設立於學校內，學校聘雇專門人員協助解答中小企業之技術性問題，並扮演中介角色協助中小企業找尋適當人選解決所面臨的問題。
(9)技術育成中心
       大專院校設立技術育成中心，以協助新興創業公司進行早期的研發。育成中心以轉低的租金提供企業研究實驗室、工作場所，並提供技術與管理方面的顧問服務。
二、美西半導體設備暨材料展 (SEMICON WEST 2002)參訪心得

美西半導體設備暨材料展 (SEMICON WEST 2002) 為國際半導體界相當重要的一項展示，筆者於本次參訪實習行程安排中特別配合此一研討會，安排參加研討會於七月十七日在加州矽谷聖荷西會議中心舉辦之半導體封裝、測試等後段技術之年度研討會展示會場，以及緊接著在加州舊金山市中心Moscone 展覽中心舉行之半導體晶圓製造等前段技術展示之年度研討會以及其課程，一方面是第一次參加國際研討會，另一方面也希望藉由研討會課程參與，更深入了解半導體產業在國際間的發展趨勢以及相關的產業分析技巧。
根據參加美西半導體設備暨材料展的廠商指出，今年的晶圓廠買主並不如往年多，以台灣為例，僅僅見到台積電、聯電與茂德等積極擴充12吋晶圓廠的買主於會場尋找商機；中國大陸方面參訪之廠商也不如一般預期。所以，在研討會的產業發展趨勢預測課程中，大都預料下半年亞洲設備出貨速度將延緩。

另外，根據會場展示廠商表示，新一波的晶圓生產設備投資以銅製程為主，這是一個比想像中要難得多的技術，預料銅製程可望與現有的鋁製程相同，延續十年以上的壽命，但是在低介電質 (Low K) 材料上的投資將會相當多元化，各種可能的材料都需求大筆投資金額。去年接下美國知名半導體二手設備通路商 Comdisco的通用資產(GE Capital)表示，大陸的買家以詢問二手設備為主，儘管近來許多由台灣產業界與大陸官方或國營企業合作的案子進度延緩，但包括日本、韓國等有興趣赴大陸投資設廠的案子仍持續進行，已經成為這此展場外的重點。

在廠商訪問中，美商應用材料公司表示，該公司因為看好12吋晶圓設備市場，在兩年內投入5,000萬美元，發表50種以上新產品，並且在美西半導體設備展租用相當大的展出場地，該公司預估今年12吋廠銷售將占全公司營收三成左右。應用材料公司表示，台灣地區上半年的新接單比重相當高，第二季已經占到應材全球新接單的39%，但該公司預估台灣地區下半年的訂單可能會降至兩成以下，而日本在去年進入投資高峰期，今年也不甚樂觀，現場的買主仍是以具備12吋廠投資的晶圓廠為主。應用材料公司此次動員了全球200多人出席SEMICON WEST，董事長詹姆士‧摩根、資深副總裁王寧國等高階主管，更說明了應用材料在12吋晶圓以及奈米級技術的發展。應用材料公司過去20年來公司發表了91種新產品，其中超過50種是在過去的二年內發表，大部分的新產品都與12吋晶圓生產設備以及奈米級生產設備相關，這也將是應用材料公司在12吋晶圓生產時代的利器。應用材料公司上半年營收為 21.6 億美元，其中來自台灣的新接訂單在第一季達到27%、第二季增加至 39%，主要是因為台灣的晶圓代工廠台積電與聯電積極擴充0.13微米以下高階製程以及12吋晶圓廠。應用材料公司估計，今年全年設備銷售比例中，12 吋廠設備將達三成。應用材料公司台灣區營業在1998年開始竄升，估計今年也將會因為台灣業者的積極投資而提高比重，短期內大陸等地業者仍難取代，而去年投資比例相當高的日本，今年更將進入萎縮期，台灣今年可望一枝獨秀。應用材料公司認為，0.13微米以及12吋晶圓時代最大的變化就是光罩成本不斷增加，估計單顆 IC 的光罩成本將高達100萬美元。為了幫助設計廠商與晶圓廠降低光罩成本，應材完成先進曝光圖樣薄膜(APF)，是一種可移除的化學氣相沉積 (CVD) 硬式光罩技術，可協助廠商採用標準DUV曝光技術，生產50奈米以下的電晶體閘極與接觸孔結構。新的 APF 技術設備，將可幫助產業界加速進入12晶圓時代，更有助整體設備市場進入1999年以後的另一個高峰。

值得觀察的是，本次研討會主辦單位首度推出以「出口至中國：美國政府及產業可提供的資源」為題的研討會，邀請美國商務部門及國際貿易專家，介紹半導體製程設備輸出至大陸的程序及相關訊息，免費供與會者聽講，反應相當熱烈，顯現出美國半導體設備界的中國熱正旺，相關之大陸投資產業環境介紹課程亦所在多有。台灣參訪本次研討會單位中，則以工業局「二○○二年半導體製程設備業赴美技術引進招商團」陣容最為龐大，據了解，該團由工業局局長陳昭義擔任團長，全團四十餘人，除了於廿二日下午與國際半導體設備暨材料協會（SEMI）簽約外，台灣業者鉅基、公準、大甲永和等公司及工研院機械所、金屬中心等單位，亦將與美國多家半導體設備廠商將簽定合作意向書及合作備忘錄，共同合作開發三五族半導體設備、TFT-LCD設備維修及模組製造、半導體級潔淨管件、工程鍍膜、真空腔體加工等技術，雖然，筆者因為忙於參加原訂研討會行程未能和工業局團員會面，但是，據會場所遇到的半導體廠商轉述，對於政府組團與會均表達肯定之意見。

主辦本次研討會的半導體設備暨材料協會 (SEMI)指出，2000年台灣半導體設備投資達100億美元，占當年全球設備銷售值的20%，儘管2001年投資額減少為32億美元、占全球的11.5%，但台灣廠商今年第一季有關12吋晶圓設備的訂單，仍是名列全球第一名。為了降低設備投資的成本，台灣晶圓廠有必要提高當地採購的比例。 根據統計，晶圓廠進口的設備以及關鍵零組件，僅有6%是由台灣當地廠商供應，而耗材以及維修零件的比例也僅有16%。SEMI表示，降低成本很重要的工作就是發展自己的半導體設備工業，此次美國應用材料等七大設備廠商與台灣廠商簽訂MOU，就是肯定台灣設備工業的發展。

最後，在半導體技術發展中佔有相當重要角色的研討會-半導體技術發展圖譜研討會（International Technology Roadmap for Semiconductors (ITRS) Conference）年度研討會議，則在七月二十四日假舊金山市中心Hotel NIKKO舉行，這是由美國半導體協會(SIA)、歐盟半導體協會(ESIA)、日本電子資訊技術協會(JEITA)、韓國半導體產業協會(KSIA)以及台灣半導體產業協會(TSIA)之半導體專家共同參與每年之技術地圖（Technology Roadmap）的制定，並集結出冊，在此一研討會中，專家雲集，共同探討半導體未來發展趨勢與規格，完成的書籍可提供未來15年內半導體技術研究發展的需求指引，堪稱是現階段最好的技術評估指標，對於引導國際上半導體產、官、經、學界對此重大領域的認知與研究參考也有重大貢獻。本人參與一整天之研討會課程，雖然因為專業尚不足以提出修正意見，但是，得以在研討會場聆聽各國精英為半導體發展探討未來發展策略與方向，也是一項相當難得的參訪經驗。

肆、檢討與建議

科技研發對國家經濟的發展與競爭力之提升非常重要，面對知識經濟時代，台灣產業更需加強研發工作，以在全球經貿環境變化下的，以新的產業創新研發思維與具體作法將產業調整成「創新導向」，作為延續及擴展過去優勢之利器。

我國在科技基本法公佈後，已允許企業、學校、研究機構可以擁有部分或全部智財權，藉以提高企業投入政府科技研發的誘因，而研究機構、學校亦陸續設置技術移轉中心以加強智財權之流通、運用與加值，但政府在激勵民間從事研究發展上催化者的角色仍有必要持續與強化，才能使我國產業創新更上一層樓。茲就本次參訪提出建議臚列如下：

一、配合科技環境的變遷適時修正政府法規，以反應產業界及研究單位的需求

以美國為例，自1980年拜杜法案、Stevenson-Wydler法案通過後，在實施過程中均會陸續提出新法案以加強舊有法案之不足。我國在「科學技術基本法」實施之後，經濟部亦配合發布「經濟部科學技術委託研究發展計畫研發成果歸屬及運用辦法」，在研究成果的歸屬及運用已有明確的規範，但是現今科技環境變遷快速，所以應該持續檢視法規修訂需要，適時修改，才能迅速反應產業界及研究單位的需求。

二、積極推動國內各大學院校設立研發中心進行研究

我國各大專院校進行研究方式近年來已有所改變，除了教授個人提計畫申請外，亦迭有研發中心之設立，然與美國大學比較而言，其規模與經費均難以比較。所以，強力推動各大學院校設立研發中心，並定期評鑑其績效，以及未來教授薪資部分由研究計畫支付等做法，均可以加速學校研發成果落實至產業應用。

三、積極推動產業創新研發中心各項措施

經濟部技術處為使我國在現今產業變動快速情形下持續升級轉型，在九十年度開始規劃推動產業創新研發中心計畫，其主要的策略方向包括：（一）篩選核心產業技術領域，建立前瞻領導及創新、差異化能力；（二）強化創新研發機制，活絡創新研發活動；（三）建構區域特殊優勢，創設特色產業技術研發園區；（四）以具吸引力之優惠措施，具優勢之研發要素積極推動招商計畫。
此一推動計畫主要的目標就在於使台灣由現有供應鏈發展中有關發展、生產、運送等強項，往上加強研究，以腦力密集與技術密集的創新與服務作為發展重點，將生產為導向的產業發展模式轉變為創新與服務為導向的產業模式，使得企業運作往高附加價值發展。另外，在原有競爭優勢中，「委託設計製造」（ODM）模式在產品成長期中後段，或委託大廠設計資源不敷使用時，也可適時發揮台灣業者現有的競爭優勢；對於「製造成本管理」能力而言，在產品進入標準化、量產、成本為導向時，台灣業者的競爭優勢也會有所突顯。如果此一計畫能照原訂方向持續推動，將可使我國產業創新研發能力大幅提昇，對於我國經濟轉型將有相當大的幫助。
四、有系統地長期培育技術移轉相關專業人才，並給予適度獎勵
目前在技術移轉相關訓練中，以經濟部技術處推動的跨領域高級人才培訓計畫最具成效，其他單位之技術移轉訓練則散見於各研討會及學校課程之中。然因技術移轉人員從技術評估、文獻分析、市場評估、申請專利、技術行銷、合約撰寫、談判、權利金催收等每個環節都必須熟練才能勝任愉快，因此這些人員必須具備工程、管理、法務等知識，這類人才的養成並且需要長期在職訓練，累積實務經驗結合理論才能事半功倍，以美國南加大技術授權中心參訪對象楊研究員而言，她恰好是我在台灣大學的學妹，也是於台大電機系畢業後至美國求學，再於研究所修得技術移轉課程後才進入技術授權中心，透過工作累積的經驗才能在技術移轉相關領域有所心得，因此，建議各部門應有計畫地長期培育技術移轉相關專業人才，才能使產業技術移轉更具效益。

五、建議應寬列日支費用，以使實習人員安心參訪

由於美國加州是以公路系統發達聞名，在行程安排上勢必須要租車，據以往年度參加訓練之先進表示，如果住宿加上租車所需費用可能已超過行政院所核給日支費用額度。但是，在本年度的訓練計畫中更因政府經費拮据，行政院主計處爰新增規定「出國受訓期間在十五日至二個月期間者，自第一日起，每日按日支數額表五折支給。」如此一來，以舊金山為例，每日可支用差費只剩98美元，以筆者參加美西半導體設備暨材料展期間住宿旅館已不易訂得，舊金山市旅館費用動輒上百美元，交通費及生活費均需自付，對於筆者實造成不小的負擔；惟基於參訪仍可增長見聞，充實日後業務上視野，雖然，政府規定過於嚴苛，仍按照原訂訓練計畫如期完成各項參訪行程。
伍、結語

此次能榮獲各級長官提薦並僥倖經錄取獲得赴美參訪實習機會，筆者相當珍惜此一訓練機會，其間經濟部國合處、技術處及會計處相關長官全力協助，始能順利成行，特此表示感謝之意。此行參訪單位均為第一次造訪，相關參訪照片詳如附件，參訪之經驗相當難得，並且吸收不少專業知識及社會常識，相信對今後業務推動將有甚多助益。
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